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» No requiere activador

» Adhesion inmediata de 47.9 Mpa.

» Espesor de pelicula menor a 10 micrones

» Compatible con cementos auto, foto y de curado dual.
» Utilizalo con cualquier técnica de grabado.

APLICABLE A TODO TIPO DE SUSTRATO,
METAL, CERAMICAS, ZIRCONIA,
ALUMINIO Y SILICATO DE LITIO
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